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HPの主流DT/NBに搭載されているインテル® Core プロセッサーから
GIGA 向けインテル® Celeron® プロセッサーまで幅広い製品群を提供

セキュリティー、運用管理を強化した
インテル® vPro® プラットフォーム

幅広いインテルPC向け製品ラインアップ
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第13世代インテル® Core プロセッサー

https://jp.ext.hp.com/directplus/cpu/intel_13th_ad/
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第12/13世代インテル® Core プロセッサー

Pコア

Eコア

• 高効率コア

• マルチスレッドでバックグラウンド処理

• 高性能コア

• シングルスレッドを高速処理

革新的なハイブリッド・アーキテクチャー採用
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各CPUコア(Pコア/Eコア)での処理状況を
ナノ秒単位の素早さでチェック

どのCPUコアを使えば最適で
最大の能力が出せるかOSと連携

アプリケーションの動作状況に応じて
使用するCPUコアを素早く切り替え
負荷を減らす

インテル® スレッド・ディレクター

そ れ ぞ れ 特 性 の 異 な る 高 性 能 な P コ ア と 高 効 率 な E コ ア を 最 大 の 能 力 を 発 揮 す る よ う に 割 り 振 る
「インテル®スレッド・ディレクター」

それぞれのコアやスレッドの状態をナノ秒単位で監視、使用するアプリケーションの種類や作業負荷の程度、
マルチタスクの状況に応じて効率よく、スピーディーにどのコアを使えばよいのかOSに情報を流し、高性能な
Windows11の能力もフルに使うことが可能。Windows11に最適化。

第12/13世代インテル® Core  プロセッサー
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新旧PC性能比較デモ結果

8 12

Dragonfly G1
第8世代インテル® Core

プロセッサー搭載

Dragonfly G3
第12世代インテル® Core

プロセッサー搭載

https://jp.ext.hp.com/techdevice/casestudy/elite_dragonfly_comparison/

第13世代インテル® Core プロセッサーで更なる性能向上

Dragonfly G3 (第12世代インテル® Core プロセッサー搭載)は
Dragonfly G1 (第8世代インテル® Core プロセッサー搭載)と
比較し2倍以上の性能を実現

ハイブリッド・アーキテクチャーにより生産性が大幅に向上
負荷の高い作業もラクラクに作業

https://jp.ext.hp.com/techdevice/casestudy/elite_dragonfly_comparison/
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•

     OS
     
• AI ®

® vPro® 
• 大規模なセキュリティー侵害を受ける

リスクが26%減少 *1

• セキュリティー対策ソフトウェアーだけの
場合と比較し24%多くのセキュリティー
侵害を検出 *2

1. 2023年3月に公開されたIDC の「PC向けインテル・セキュリティーのビジネス価値」レポート (インテルの委託による) に基づきます。このレポートでは、インテル・ベースのPCと他のPCとの比較で、セキュリティー関連の実装と対応に関してより高い効率性が報告されています。
2. 2. 2023年3月に公開されたSE Labs Enterprise Advanced Security (Ransomware) – Intel Threat Detection Technologyの調査 (Intel の委託による) に基づく。この調査では、インテル® Core  プロセッサーを搭載したインテル® vPro® プラットフォーム搭載システム

とAMD Ryzen Pro プロセッサーを搭載したシステムのランサムウェア検出機能を比較し、 シミュレートされた新しいサイバー攻撃に対するインテル® TDTの応答の分析。

® vPro® 

® vPro® 

® 
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/vpro_takumi/1466058

インテル®ハードウェア・シールドを搭載したインテル®vProプラットフォームは、 マイクロ
ソフトのセキュアード・コアPCの要件をたし、さらにそれを上回ります。

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/vpro_takumi/1466058.html
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® AMT                                                  
(Active Management Technology)

• PC (ON/OFF) /
OS 

BIOS 

•

BIOS 

vPro-AMT

• OS
PC
( PC)

• KVM
( PC)

• PC
( )

https://jp.ext.hp.com/prod/feature/vpro/

HP ® 
vPro® 

® vPro® 

https://jp.ext.hp.com/prod/feature/vpro/
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インテル® vPro® プラットフォームの電源
管理機能を活用し、夜間・週末に更新作業
を実施。ハードウェアKVMでトラブル時も
リモートからサポート。

インテル® vPro® プラットフォームの強力な管
理機能を活用して、ファームウェア更新、BIOS 
更新などをリモートで実施し、在宅勤務を
サポート。

市内に設置されたデジタルサイネージ端末を遠隔で
運用、電源 ON やシャットダウンなども自動化し、
ファイル転送機能によりコンテンツもリモートで更新。

個人番号利用事務系の端末にインテル® vPro® プラットフォームを採用
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• マンガ形式でハイブリッドワーク時代に必要なPCの押さえ所を説明
• ビジネスPC選びの基礎知識ではインテル® vPro®プラットフォームをより詳細に説明
• 新旧PCの性能比較動画へのリンク (QRコードでアクセス）

https://jp.ext.h
p.com/partner/
neta/flyer/hybr
idwork_pc_fact
or/

https://jp.ext.h
p.com/partner/
neta/flyer/pc_s
election_knowl
edge/

https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/hybridwork_pc_factor/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/hybridwork_pc_factor/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/hybridwork_pc_factor/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/hybridwork_pc_factor/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/hybridwork_pc_factor/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/pc_selection_knowledge/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/pc_selection_knowledge/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/pc_selection_knowledge/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/pc_selection_knowledge/
https://jp.ext.hp.com/partner/neta/flyer/pc_selection_knowledge/
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最先端プロセス技術への積極的な投資
４年間で５ノードを実現(半導体の微細化）

Intel

18A

出荷中 生産開始

インテル® Core  Ultra
プロセッサー量産開始

インテルは積極的な投資を継続
2024年およびそれ以降もよろしくお願いします!!
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